info@microensambie.com
= Carrera 53 No 128 A - 51
Tel: 274 - 4209 [/ 274 - 4206

Bogota, Colombia
www.microensamble.com

GENERACION DE ARCHIVOS GERBER Y DE PERFORACION
PARA FABRICACION DE CIRCUITOS IMPRESOS EN ORCAD
PCB LAYOUT (Version 1.1)

Antes de generar estos archivos, el 1. Después de abrir el archivo
usuario debera haber chequeado la “Demo.max” debe darcClic” sobre
tarjeta con las reglas de disefio de su la pestafidOptions” . Se abrira una
programa (DRC) y hacer los ajustes nueva ventana llamaddGerber
necesarios de acuerdo a las capacidades Preferencestomo se ve en la figura
de produccion de MICROENSAMBLE inferior.

las cuales podra consultar en nuestro

sitio Web en la secci6 “Capacidades” 2. Debera programar las opciones de

esta ventana como sigue:

El principio mas importante en la

generacion de archivos Gerber es: Se
debe enviar al fabricante archivos que
incluyan graficamente lo que el

disenador quiere que se “imprima” en

cada una de las caras del circuito.

Aperture Settings:

Maximun Apertures: 999
Gerber Creation:

@ Create apertures as Needed
Gerber Settings:

Xsize: 32000
Por lo tanto, si hay algun elemento que ¥sise: 32000
: ’ . End of block caracter:
este ubicado en una capa diferente a las *

agui mencionadas, entonces dicha capa

debera seleccionarse durante el proceso.
k1 CR After Each Block

&) Layout Plus - CAORCAD\DEMON o0 S
File Edit Yiew Tool Auto  Window Help

M System Settings... Ctrl+G ‘_',_";igj ;de :_EI_J_jj _!J;_")J

.i |-3100 | I\_( ‘fz Colors... -

@ | Color Rules...
Aute Backup...

Global Spacing... ‘m

Placement Strategy...

I I
Aperture Settings Gerber Settings
Place Settings...
i 4 99¢ Xsize:
Route Strategies Maximum Apertures: m EHZI]I] |

Route Settings... h er Creation Ysize: (32000

@ Create Apertures as Needed
" Use Existing Apertures Only
" Using Master Aperture List ™ Incremental

Jumper Settings... ¥ CR After Each Block

Fanout Settings...
Thermal Relief Settings...

End-of-Block Character:

Free Via Matrix Settings... # Reta | 1 OutputResolution
Test Point Settings... CAPERFAG.APP ) Z.3 Format

& 3.4 Format | I 3 o

Gerber Settings...

Post Process Setfings..,
9 Save Gerber Preferences

User Preferences...
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Output Resolution: B
¥ 3.4 Format el X{E) B]81510) O SIDITIAC S s 2] 3 113

X[z600 ¥ [3625  [G[es [T —

w Design - Camponent Tool (DRC ON)

3. Dar“Clic” sobre el botofiSave
Gerber Preferences”y luego sobre

Aperture Settings Gerber Settings

el boton“Aceptar” de la nueva P — A —
ventana que da el mensa&jgerber Gerber Cretion vee [mon
preferences savedtomo [0 muestra |ff 7 e i soseoses End ot Block Character

la figura de la derecha. C Usng Moo e List [ et

¥ CR After Each Block
Output Resolution

4. Salir dandd’Clic” sobre el boton Hoser st [CHPERFAGAPP Lo O v
“OK” en la ventana de Preferencias Eor e

. ~ Save Gerber Preferences
5. Hacer“Clic” en la pestaia -

. ., 0K Hel Cancel
“Options” lo cual abrird una ventanal |l ‘ S
como se ve en la figura inferior.

6. Seleccionar la opciofiPost
Process Settings...”Se abrird una
ventana como se puede observar en -
la figura de abajo.

En esta ventana se deberan habilitar las
ol | Options | Auto  Window Help H s
T — o |pledss] ) @l t capas gue se quieren procesar asi como
los parametros que se quieran aplicar.

62 Colors...

Color Rules...

Auto Backup... =
Global Spacing... £
Placernent Strategy...
Place Settings... i

Route Strategies

7. Dar doble*Clic” sobre la primera
linea de la lista de capas que se acaba
de desplegar. (En este caso lo
hacemos sobre la line&TOP” )

Route Settings...

Fanout Settings... Plot output Batch .,
Thermal Relef Settings. fchome | abed | _Desi Esto abrird el mendPost Process
s ;ggg Yeo | GERGERP Settings” como el que se ve en la
Test Point Settings... ‘:mﬂ -Y?_ flgura de abaJO.

*IN2 No GERBER A

Components Renaming

No GERBER
e 8.  Habilitar las opciones del menu
S como sigue:

No GERBER H

No GERBER A

z EEEEEEE Output Format:

| GeRGER ¢ Extended Gerber

GERBER

GERBER Output Options:

.."Hl k] Create Drill Files
: 1 Overwrite Existing Files
11 Enable Post Processing
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3] Layout Plus — CAORCADIDEID, DT
File Edit View Tool Options Auto Window
=)= il (4]E) 5|9l _J_l__!_JI__J_J | e A A
% [2100 ¥ 3500 G |25 ad
ost Process ?E E |
Plot output
File Name Plot Title
*BOT ':V"':"'“’:“ GERBER hld shift Bottom Layer
*.GND No EXTENDED GERBER No shift Ground Layer
*PWR No EXTENDED GERBER No shift Power Layer i
*IN1 No EXTENDED GERBER No shift Inner Layer 1
*IN2 No EXTENDED GERBER No shift Inner Layer 2 Output - Qutput Setti
N3 No EXTENDED GERBER No shift Inner Layer 3 kit PGS
*.IN4 No EXTENDED GERBER No_shift Inner Layer 4 [ Format ] Plot Title:
=IN5 No EXTENDED GERBER Na shift Inner Layer & - Genelr RS-274D  [Top Layer
*.ING No EXTENDED GERBER No shift Inner Layer b # Extended Gerber
*IN7 No EXTENDED GERBER No shift Inner Layer 7 - DXF shift
*IN§ No EXTENDED GERBER No shift Inner Layer 8 & Print M
*INg No EXTENDED GERBER Na shift Inner Layer 9 HIBURIERS ¢ Shify [
*110 No EXTENDED GERBER No shift Inner Layer 10 | r GE =
*I111 No EXTENDED GERBER No shift Inner Layer 11 | ™ Forcs AL ¥ Center on Page
*112 No EXTENDED GERBER No shift Inner Layer 12 ' Mirror
*.8MT Yes EXTENDED GERBER No shift Soldermask Top || - Option .
*.5MB Yes EXTENDED GERBER No shift Soldermask Botiofj| _/ . Scale Ratio: Tt
HE 11 o |1
*5PT No EXTENDED GERBER No_shift Solder Paste Top ]| | | /"{D”"_ Holes Open i
= SPB No EXTENDED GERBER Na shift Solder Paste Bong| | ™ pETpAte Diill Files fnicew)
*S§ST Yes EXTENDED GERBER No shift Silkscreen Top I pfvenarite Existing Files
*S5B Yes EXTENDED GERBER Nuo shift Silkscreen Bottom|| | ¥ Enable for Post Processing @0 (980 180 270
*AST No EXTENDED GERBER No shift Assembly Top
*.ASB No EXTENDED GERBER No shift Assembly Bottom 2
*DRD Yes EXTENDED GERBER No shift Drill Drawing File Name:  |*Tg
4 b l [N | |
|/ N | | Cance |
. : I i ' - — .
Select OK to Modify or Cancel to abort

* SMB (Habilitar)
* SST (Habilitar)
* SSB (Habilitar)
* DRD (Habilitar)

File Name: (Extensién del archivo)

¢ * TOP (para la primera capa)
Plot Title:

¢ Demo Top Layer

i Center on Page

O Mirror (Deshabilitada)
Scale Ratio:

®* & o o

Al final debera tener una tabla como se
observa en la figura de abajo.
8 s - CiORC B B

‘ l to 1 File Edit View Tool Options Auto Window Help
: Bl XM E| B 2180 o sl OET 1g] «xul _.IJ Al 4
RO'[a'[IOI’] (CCW) X [800 [ [3825 [G[25
@ o0 =
Plot output Batch
File Name Enabled Device Shift Plot Title
1] A 1] ” H *TOP Yes EXTENDED GERBER No shift Demo Top Layer
9. Dar “Clic” en“OK” para salir. LoS | zer Vee | EXTENDED GERBER | o shit | DFmo Bt Layer
: e ’ * GND No EXTENDED GERBER No shift Ground Layer
Camb|OS en Ia ||nea se veran | Fer No EXTENDED GERBER No_shift Power Layer
. *IN1 No EXTENDED GERBER No shift Inner Layer 1
*IN2 No EXTENDED GERBER No shift Inner Layer 2
reflejados en la tabla de capas. 51717 B T B A T
13 *IN4 No EXTENDED GERBER No shift Inner Layer 4
Note que eI form ato EXte nded *IN§ No EXTENDED GERBER No shift Inner Layer b
. *INB No EXTENDED GERBER No shift Inner Layer 6
Gerber" Camb|0 para tOd as IOS I_aye I'S. =INT No EXTENDED GERBER No shift Inner Layer 7
*IN8 No EXTENDED GERBER No shift Inner Layer 8
*IN9 No EXTENDED GERBER No shift Inner Layer 9
=110 No EXTENDED GERBER No shift Inner Layer 10
H H 1 =1 No EXTENDED GERBER No shift Inner Layer 11
Hacer el procedimiento anterior para las| - No | FAIPNDFD GeRRFR | e shit T imer oper1?
. . . *8MT Yes EXTENDED GERBER No shift Demo Sold k Top
Slg ulentes Cap as. *SMB Yes | EXTENDED GERBER No shift Demo Soldermask Botom
*8PT No EXTENDED GERBER No shift Solder Paste Top
ags = =
¢  *TOP (Habilitar) 5T Ves | DCIENDED GERDER | shi "o Sikseen T
™ *88B Yes EXTENDED GERBER No shift Demo Silkscreen Bottom
’ * BOT (Habl“tar) = AST No EXTENDED GERBER No shift Assembly Top
*ASB No EXTENDED GERBER No shift Assembly Bottom
¢ * SMT (Hab”itar) *DRD |_ves | EXTENDED GERBER | Noshift | Demo Drill Drawing ______|
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B e 00 T Preparacion del archivo  de
Sigln B BBl e ] o] @5 perforaciones (NC DRILL):
X [1125 (v (3825 | Piace N -
@ Unplace L3 o
> 10. Verificamos que en el paso
e : anterior se habilito en todos los

BT Layers la opcion “Create Drill
Files”. Esto automaticamente
e amonents programa el proceso para generar un
archivo de perforaciones en formato
Exellon cuyo nombre por defecto es:
TRUGHOLE.TAP y que el usuario
. podrd& cambiar a su gusto. Por
conceptos de armonia en el proceso,
sugerimos adicionar el hombre del

disefio:Demo-TROUGHOLE.TAP

2

11. Dar“Clic” en la pestafidgAuto” y
seleccionar la opcién‘Run Post
Processor” como se observa en la
figura de la izquierda.

12. Ir al folder del proyecto. Al s e

encontraré Ia IISta de arChIVOS@Qﬂ » Equipo » Disco\ocaﬁb Orcad_ = v|‘7‘| Buscar Orc., pl
generados Como Se Ve en Ia ﬁgura .eOrg::\zarv :iAbmr - Impri;r-_ Grab;. MNueva carpeta = v [ @_-
Ia dereCha ¥ Faiorios Nombre : Fecha de medifica.. Tipo
Como se puede notar, hay un archi ] BACKUPLMAX s
« " . 2 Bibliotecas || BACKUP2.MAX
llamado “Leame.txt” el cual sugerimos | "= s [l beodor
incluir con los demas archivos que sl e __ DEMODRD
, é ., . . @ Misica || DEMOQ.DTS
envien para la fabricacion de circuitof g e ] DEMOMAX
impresos a MICROENSAMBLE, vy| . - o
deberd contener informacion acerca dfl &osoweac: | oevoss
: (s Disco local (D) [ pEmo.ssT Almacén de.
nombre qe Cada uno de IO_S, arChIVOS q e'@MissitiDsWebenM | | DEMO.TOP Archivo TOP
esta enviando y la informacion de la ca | lyoutlog

. 5 i Red [ Emem
del circuito a que corresponde. —

Ademas, el usuario deberad documentar
aqui las instrucciones especiales que
requiera para la fabricacion de sus
tarjetas.

En la imagen de abajo se puede ver yn
ejemplo del contenido sugerido def SR ——
archivoLeame.txt y que corresponde aj = ook Yo A& e
este tutorial.

4 11 b
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= L Dlosakn Eccha de moodifica, TLino L o)
= —_——— =l B
— —
Archive Edicion  Formato  WVer  Ayuda
- Demo.BOT Corresponde a la capa de cobre del lado de 1a Soldadura.
- Demo-TOP Corresponde a la capa de cobre del lado de Componentes.
- Demo.SST Corresponde a la capa de leyenda del lado de los Componentes.
- Demo.SSB Corresponde a la capa de leyenda del Tado de la soldadura.
- Demo.SMT Corresponde a la capa de antisolder del lado de los componentes.
- Demo.SMB Corresponde a la capa de antisolder del lado de la soldadura.
— Demo.DRD Corresponde a la representacion grafica de las perforaciones vy ademas

contiene el corte externo de la tarjeta v los ruteos internos que fueron
disenados en el layer "GLOBAL".

- Demo-TROUGHOLE . TAP Corresponde al archivo de perforaciones.

Instrucciones especiales:

- Tener en cuenta..........

4 (I} | 3

Estos son los archivos que debera enviar a MICROEMS®IBLE para la
fabricacion de tarjetas de circuito impreso de dold capa, y se encuentran en la
carpeta del Proyecto:

L Demo.TOP Corresponde al Layer superior (Top)

J Demo.SST Corresponde al Layer de Leyenda superior (Top i)

J Demo.SMT Corresponde al Layer de Antisolder superior(Top Mask)

L Demo.BOT Corresponde al Layer inferior (Bottom)

J Demo.SSB Corresponde al Layer de Leyenda inferior (Bottom Sk)

J Demo.SMB Corresponde al Layer de Antisolder inferior (Bottom Mask)

J Demo.DRD Representacion grafica de las perforaciones y debte externo de la tarjeta,

o y los ruteos internos disefiados en el Layer “GLOBAL (Cut, Milling)
. Demo-TROUGHOLE.TAP Correspondiente al archivo de perforaciones (NC DH)
L Leame.txt Archivo preparado por el cliente.

Si tiene alguna inquietud, no dude en contactarn@sponemos de servicio
de atencioén al cliente en linea o escribanos alreor:
iInfo@microensamble.com www.microensamble.com




